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１．プラットフォーム研究会の紹介
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プラットフォーム研究会の紹介
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 設立： 2000年

 目的： プラットフォームの事例、特性等の評
価、利活用の指針策定

 リーダー

 松本栄志

 アドバイザー

 神徳徹雄
独立行政法人産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 イノ
ベーション推進企画部 総括企画主幹

 武居直行

首都大学東京 准教授 システムデザイン学部 工学博士

 佐野明人
名古屋工業大学 教授 機能工学専攻 日本機械学会フェロー 工学博士

 古荘純次

福井工業大学 教授 機械工学科 博士（工学）

 金田光範
(地独) 東京都立産業技術研究センター 産学官連携コーディネーター

 メンバー／参加企業・団体
第一精工株式会社

アップウィンドテクノロジー・インコーポレ
イテッド

株式会社コア

株式会社エヌデーデー

（地独）東京都立産業技術研究センター

株式会社ビッツ

TDIプロダクトソリューション株式会社

株式会社イーシーエス

株式会社パトリオット

オリエンタルモーター株式会社

株式会社日立産業制御ソリューションズ
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プラットフォーム研究会の活動

 H13年度：エンベデッドシステム関連ソフトウェ
アの技術動向調査
「Embedded Linuxにおける技術動向」(JASA-
13-02)

 H14年度：エンベデッドプラットフォームにおけ
る動向調査
「Embedded Platformにおける技術動向」
(JASA-14-04)

 H17年度：組込みハンドブック作成
「図解組込みシステム用語早わかり」

 H23年度よりOpenELの策定活動を開始
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２．OpenEL®
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 OpenEL® (Open Embedded Library)

・ ロボットで用いるセンサやアクチュエータなどのデバ
イスを制御する仕組みで、ライブラリ構造になってい
る。

OpenEL®とは
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OpenEL® のロードマップ

ISO

Ver. 2.0

Ver. 1.0

2011年
OpenEL®の活動開始
OpenEL®0.1の策定

2013年
HAL WG設立
RFI発行
レスポンスへの対応
レスポンスのFix

2014年
RFPドラフトレ
ビュー
RFP発行
提案登録(LOI)
一次提案締切

2015年
二次提案締切
標準提案の採択

（OMG内部公開）
FTF設立、

公文書作成
FTFによる公文書作成

2017年
FTFによる公文書
作成
標準仕様の発行

（一般公開）

2012年
OpenEL®1.0の策定
OpenEL®を商標登録
ロゴマークの作成
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アーキテクチャ

I/O

Actuator/Sensor

Control

Devices

Platform

Hardware

Device layer

RTOS

Application

I/O

Surface layer

UI

WORK

I/F

OpenEL®

■Surface layerは、デバイス制御の
ためのAPIライブラリで構成される。

■Device layerは、デバイス単位の
制御モジュールライブラリから構成
される。

■APIでデバイスを指定すると、その
デバイスの制御モジュールに接続
する。
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あるAPInxを用いデバイスID（my）を指定すると、APInxはDCmy
に接続し、デバイスであるHWmyに、APInxで定義されている仕事
をさせる。

DC： Device Component
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サーフェイスレイヤとデバイスレイヤの仕組み
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 OpenEL® 2.0で扱えるデバイス
・ モータデバイス

・ トルクデバイス

・ ジャイロデバイス

 ホームページで仕様書等を配布

• http://www.jasa.or.jp/openel/

OpenEL®2.0について
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３．ドローン製作
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詳細は当日

14



© Japan Embedded Systems Technology Association 2016

ドローン・ユーザーへの新提案！組込みシステムでドローンを自作しよう。
日本発のロボット制御インターフェイスOpenEL®の活用

2016/11/16 発行

発行者 一般社団法人 組込みシステム技術協会
東京都中央区日本橋大伝馬町6-7
TEL: 03(5643)0211 FAX: 03(5643)0212
URL: http://www.jasa.or.jp/

本書の著作権は一般社団法人組込みシステム技術協会(以下、JASA）が有します。
JASAの許可無く、本書の複製、再配布、譲渡、展示はできません。
また本書の改変、翻案、翻訳の権利はJASAが占有します。
その他、JASAが定めた著作権規程に準じます。

15

ご清聴ありがとうございました。


